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Programowalny zestaw
lutujagco-wylutowujacy
Quick 1760B BGA Notebook

Do produkcji lub serwisowania howoczes-
nych urzaazen elektronicznych coraz czes-
ciej niewystarczajgca okazuje sie zwykfa

stacja lutownicza. Demontaz i montaz ukfa-
dow w obudowach LGA, QFN, QFPN,
nie wspominajac juz o BGA sta-
Jje sie niezwykle trudny, a nawet
niemozliwy bez wyposazenia
stanowiska w odpowiednie
oprzyrzagdowanie. Rozbudowa-
ne systemy typu ,rework” to
urzadzenia bardzo drogie, ale

W pewnych przypadkach zakup
nieco prostszych rozwigzan, zapewniajacych jednak wieksze mozliwosci
niz zwykta stacja na gorgce powietrze, staje sie optacalny.

Coraz cze$ciej najprostsze, reczne
stacje lutownicze, nawet wspomaga-
ne dyszami na rozgrzane powietrze,
nie spelniajg oczekiwan producentéw
lub serwisow sprzetu elektroniczne-
go. Konieczne jest wiec poszukiwanie
bardziej rozbudowanych systemoéw
rework. Przyktadem takiego urzadze-
nia jest system lutujaco-wylutowujacy
Quick 1760 BGA Notebook.

REBALLING

Opakowanie fabryczne systemu
Quick 1760 to dwa duze i ci¢zkie pu-
dla. Umieszczono w nich wszystkie
elementy zestawu w podstawowej
konfiguracji. Wyposazenie standar-
dowe jest bardzo bogate (fot. 1.). Opis
zaczniemy od tych wlasnie dodatkow
w powiazaniu z operacjami, do ktérych
$3 przeznaczone.

Elementem przykuwajgcym wzrok
jest zestaw kulek wykorzystywanych
do ponownego montazu wyluto-
wanych podzespotéw BGA. Kulki
o $rednicach: 0,5, 0,6, 0,65 i 0,76 mm

umieszczono w czterech buteleczkach
(fot. 2.). Operacja przygotowujaca
wylutowany uklad do ponownego
montazu jest nakladanie nowych ku-
lek na oczyszczone wyprowadzenia
(reballing). Jest to zadanie dosy¢ zto-
zone, sktadajace sie z kilku etapow.
Czynnos$ci wymagaja duzej precyzji.
Jako pierwsze, poza samym demonta-
zem ukladu, wykonuje sie czyszczenie
wyprowadzen. Pomocny jest do tego
m.in. topnik, ta§ma WICK i waciki
znajdujace sie w zestawie. Do wygod-

nego reballingu wykorzystywane jest
zwykle mniej lub bardziej skompli-
kowane dodatkowe oprzyrzadowanie,
ktére nie wchodzi w sktad zestawu
Quick 1760. Niemniej doswiadcze-
ni fachowcy potrafia te czynnosé
wykona¢ niemal ,,gotymi rekami”
Przygotowany wczeéniej ukltad BGA
jest wkladany wyprowadzeniami do
gory do odpowiednio dopasowanej
podstawki lub specjalnego imadelka.
Nastepnie na wierzch jest nanoszona
rownomierna warstwa topnika, po
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Fot. 2. Zestaw kulek do reballingu

czym wszystko jest bardzo doktad-
nie przykrywane metalowa maskg wy-
konywang dla konkretnej obudowy
BGA. Na wyposazeniu zestawu Quick
1760 znajduje si¢ pig¢ takich masek
(fot. 3.) umozliwiajacych szybkie
rozpoczecie pracy z odpowiednimi
uktadami. Postugujac sie precyzyj-
nie wykonanym oprzyrzadowaniem
mamy pewno$é, ze wszystkie ele-
menty spozycjonuja si¢ prawidtowo
same. Mimo to nalezy upewni¢ si¢
czy otworki maski trafity na wypro-
wadzenia ukladu. Jedli tak, pozosta-
je tylko wysypa¢ kulki z niewielkim
nadmiarem i delikatnie rozprowadzi¢
je po calej powierzchni. Bez wigksze-
go problemu powinny powpadaé do
otworkow, a ich nadmiar zbieramy
do ponownego uzycia. Przed ostat-
nim etapem pracy znowu trzeba do-
kfadnie sprawdzi¢ czy kulki znajduja
si¢ we wszystkich polach. Reballing

konczy si¢ podgrzaniem calosci tak,
by kulki wtopity si¢ w wyprowadze-
nia ukltadu BGA. Mozna to zrobié¢
na specjalnym podgrzewaczu, albo
za pomoca dmuchawy na rozgrza-
ne powietrze. Po ostudzeniu catosci
zdejmujemy maske i jeszcze raz kon-
trolujemy efekt pracy. Jesli wszystko
jest wykonane prawidlowo, uktad jest
gotowy do ponownego lutowania.
Opisane wyzej operacje s3 pomija-
ne, gdy do montazu stosuje si¢ nowe
elementy, poniewaz maja juz one fa-
brycznie naniesione kulki.

Pie¢ rodzajow masek oferowanych
z zestawem Quick 1760 nie zaspokoi
wszystkich potrzeb uzytkownikéw.
Gdyby okazalo sie, ze zadna z nich
nie jest odpowiednia dla lutowanego
uktadu konieczne bedzie zakupienie
odpowiedniej maski, albo wykonanie
jej we wlasnym zakresie. Z uwagi na
wymagana precyzje nie bedzie to jed-
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Fot. 3. Zestaw masek do reballingu

nak zadanie fatwe. Spotykane sg row-
niez rozwigzania, w ktérych uzywa sig
jednorazowych masek sprzedawanych
w postaci elastycznej folii.

MONTAZ, DEMONTAZ
Gdy elementy sg juz przygotowane
do lutowania, mozna rozpoczaé prace
ze stacjy. Rozstawienie catego stano-
wiska zajmuje zaledwie kilka minut.
Najwazniejsze jest ustawienie staty-
wu, na podstawie z promiennikami
podczerwieni. Jeden z nich (dolny)
pelni funkcje podgrzewacza. Jego
zadaniem jest doprowadzenie plyty
z montowanymi lub demontowanymi
elementami do temperatury wstepne;j
(faza S1 na rys. 1.). Ogrzewa on cala
powierzchnie robocza z mocg 1500 W.
Maksymalny rozmiar plyty

W peB to 420%500 mm. Sta-
i tyw zawiera prowadnice
i — z dokrecanymi do nich

w400 °C

Vacumpang

Top bastsr

Sriserrg o Desnidenng

Begin

wspornikami umozliwiaja-
cymi stabilne umocowanie
PCB. Prowadnice sg bloko-
wane $rubami po ustawieniu
montowanego elementu pod
gérnym promiennikiem IR.
Jego zadaniem jest selektyw-
ne nagrzanie montowanego
elementu do ostatecznej
temperatury procesu. Pro-
miennik ten znajduje sie
w glowicy poruszajacej si¢

w osi pionowej. Sterowanie
jest catkowicie zautomatyzo-
wane, odbywa sie za posred-
nictwem mikroprocesora
i klawiatury umieszczonej

na panelu operatora. Gor-
ny promiennik umozliwia

plus
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Fot. 4. Mechaniczna przestona wigzki
podczerwieni gornego grzejnika

montaz i demontaz elementéw w obu-
dowach BGA o maksymalnych rozmia-
rach 60x60 mm, przy czym w dolnej
czesci glowicy znajduje sie mecha-
niczna przestona ustawiana dwoma
$rubkami, ktéra ogranicza szeroko$é
wigzki podczerwonej (fot. 4.). W razie
potrzeby mozna dodatkowo uzy¢ folii
odblaskowej do zastoniecia elemen-
tow, ktore nie powinny by¢ nagrzane.
Folia taka oraz taSma samoprzylepna
do ewentualnego podczepiania innych
element6éw znajduja si¢ na wyposaze-
niu stacji. Gérny promiennik IR ma
moc 720 W i moze nagrza¢ monto-
wany element do temperatury 230°C
w ciggu 10 sekund. Caly proces jest
doktadnie kontrolowany przez mikro-
procesor, ktéry na biezaco, bezkon-
taktowo sprawdza temperature plyty
oraz uktadu, i odpowiednio steruje
promiennikiem. Profil grzania moze
by¢ do$¢ dowolnie zdefiniowany przez
uzytkownika, cho¢ trzeba przyznac,
ze wprowadzanie poszczegdlnych jego
parametrow za pomocg panelu opera-

Tabela 1. Podstawowe parametry zestawu Quick 1760

Moc catkowita

Moc dolnego podgrzewacza

Moc grzania z gory

Rodzaj promieniowania

Wymiary promiennika (z gory)
Wymiary promiennika (z dotu)

Test temperatury

Zakres regulacji goérnego promiennika

Szybkos$¢ nagrzewania gornego promiennika

Maksymalny rozmiar PCB
Komunikacja z komputerem
Wyswietlacz LCD

Wymiary

Masa

Wyposazenie opcjonalne

tora jest czynno$cig bardzo niewygod-
ng i malo intuicyjna.

W czasie redakcyjnych testow, juz
przy pierwszej probie wylutowania
uktadu BGA z plyty notebooka okazato
sie, Ze stacja dziata bardzo skutecznie,
nie powodujac spustoszenia wokot
elementu. Wylutowany uktad réw-
niez nie ulegl zadnym uszkodzeniom
mechanicznym i po oczyszczeniu wy-
prowadzen oraz ponownym naniesie-
niu kulek nadawat si¢ do ponownego
montazu. Kolejne proby bylty réwniez
udane, chociaz w dwoch przypadkach
uklad nie odpadt od plyty za pierw-
szym razem. Najwieksze obawy wzbu-
dzal demontaz plastikowego gniazda
SMD (fot. 5.) ale i w tym przypadku
element zostal wylutowany bez uszko-
dzen, i po drobnych zabiegach kosme-
tycznych nadawal si¢ do ponownego

2000 W

1500 W (promienniki IR)
720 W (promienniki IR)
Podczerwien - df. fali 2...8 um
60x60 mm

260x260 mm

0...300°C (czujnik IR)
20...60 mm

230°C w10s

420500 mm

RS232C

162 znaki
440%x380x330 mm

20 kg

Zewnetrzna termopara typu
K, statyw do mocowania PCB
Z podstawa

montazu. Koncowy efekt pracy do$¢
istotnie zalezy od zastosowanego pro-
filu grzania. Jego dobdér wymaga odpo-
wiedniej wiedzy z zakresu technologii
montazu elementdw elektronicznych
oraz sporego dos§wiadczenia. Zmiana
profilu moze by¢ chroniona hastem,
co potwierdza jego znaczenie w proce-
sie. Dwie koncowe fazy wykonywania
profilu sg sygnalizowane dzwiekowo,
co z uwagi na do$¢ znacznie czasami
rozciagniecie calego procesu w czasie
powoduje skupienie uwagi operatora
na pracy. Demontowany uklad nalezy
podnosi¢ pod koniec fazy S3, kiedy
to wszystkie wyprowadzenia powinny
by¢ juz odlutowane. Po zakonczeniu
tej fazy nastepuje szybkie schladzanie
stanowiska wspomagane wentylato-
rem, ktory w tym momencie zostaje
automatycznie wlaczony.
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O wiele trudniejszy jest montaz
ukfadéw BGA. Podstawowym pro-
blemem jest w tym przypadku prawi-
dlowe ustawienie elementu na plycie.
Niestety, do zestawu Quick 1760 nie
jest oferowany zaden pozycjoner.
Dostepny jest on dopiero w zestawie
Quick 2005. Jedynym ulatwieniem
dla operatora Quick 1760 jest wigzka
laserowa pokazujgca $rodek monto-
wanego elementu. Trzeba jednak pa-
mietad, ze raster rozmieszczenia kulek
ukladu BGA moze by¢ réwny nawet
0,3 mm, a wiec metoda wykorzystu-
jaca wskaznik laserowy okaze si¢ za
malo precyzyjna — sama plamka jest
kilkakrotnie wigksza. Trudno przy tym
okresli¢ dolng granice wielkoci rastra,
przy ktorej uzyska sie zadawalajace,
czyli bezbledne i powtarzalne wyniki
montazu. Duzo zalezy od umiejetnosci
i doswiadczenia operatora stacji. Na
szczedcie z pomocy przychodzg pra-
wa fizyki, dzieki ktorym dopuszczalny
jest wprawdzie niewielki, ale jednak
mozliwy margines btedu. Chodzi tu
0 napiecie powierzchniowe powodu-
jace, ze uktad sam ,naciggnie” swoje
polozenie, jesli tylko kulki znajda si¢
choc¢by czg$ciowo nad odpowiednimi
polami lutowniczymi. Prawdopodo-
bienstwo nietrafienia w odpowiedni
rzad lub wiersz wyprowadzen przy
rastrze mniejszym od 0,5 mm wydaje
sie dosy¢ wysokie. Niestety, po wyko-
naniu montazu poza rentgenowskim
prze$wietleniem chipu, nie ma prak-
tycznie zadnej stuprocentowej metody
sprawdzenia prawidtowos$ci ustawienia

FAN DELAY

SET OK

Fot. 6. Panel sterujacy stacji

ukladu, pozostaje jedynie weryfikacja
dziatania urzadzenia. W praktyce sg
spotykane stosunkowo proste pozy-
cjonery pryzmatyczne, ale nawet takie
zmienityby istotnie kategorie cenowa
zestawu.

WSPOLPRACA
Z KOMPUTEREM

System Quick 1760 moze pracowa¢
autonomicznie z wykorzystaniem
wlasnego panelu sterujacego (fot. 6.)
ale duzo wygodniejsze jest sterowanie
za poérednictwem komputera. Pro-
blemem moze by¢ brak portu USB
w stacji - dostepny jest tylko interfejs
RS232. Wspdlpraca stacji z kompute-
rem przebiegala jednak bez najmniej-
szych zacig¢c z zastosowaniem adaptera
RS232-USB, jaki mozna kupi¢ w kaz-
dym sklepie z akcesoriami komputero-

Fot. 7. Stacja Quick 2015 System BGA

wymi. Na rys. 1. przedstawiono okno
robocze programu IRSoft po zatado-
waniu jednego z przyktadowych profili
lutowania. Linig czerwong zaznaczono
temperature chipu (mierzona od gory),
linia niebieska pokazuje natomiast
temperature podgrzewacza. Koloro-
we linie umieszczone pod osig czasu
informuja o aktywnosci grzatki dolne;j
i gornej oraz wentylatora. Dostepne
sg kursory, za pomocg ktérych mozna
okresla¢ parametry profilu w dowol-
nym jego punkcie. W prawej czesci
okna zgrupowano informacje dodat-
kowe podajace aktualne parametry
i status poszczegdlnych urzadzen wy-
konawczych stacji, ktére sg uzyskiwane
w trybie polaczenia on-line.

W tabeli 1. zestawiono najwazniej-
sze parametry systemu lutujaco-wylu-
towujacego Quick 1760. Urzadzenie to,
chociaz wielokrotnie drozsze od ma-
tych stacji na gorace powietrze zapew-
nia duzo wigkszg pewno$¢ dzialania
i komfort pracy. Sensowno$¢ zakupu
zestawu Quick 1760 zalezy gléwnie od
wielko$ci produkeji lub liczby serwiso-
wanych plyt z ukltadami BGA. Istot-
ne mogg by¢ réwniez typy obudow.
Jeszcze raz nalezy podkresli¢ bardzo
dobre wyniki pracy, jakie uzyskano
na doraznie zestawionym stanowisku
w redakeji.

Omawiane urzgdzenie zostalo do-
starczone do testow przez firme Biall,
ktdra regularnie aktualizuje swoja ofer-
te i poszerza o nowe modele zestawow
BGA. Najnowszym produktem tego
typu jest stacja Quick 2015 System
BGA (fot. 7.), w ktérej zastosowano
pozycjonery optyczne.

Jarostaw Dolinski
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